
演讲题目：AI 增强型仿真用于功率封装设计

演讲人:樊海波 首席工程师 Nexperia Hong Kong

演讲摘要：

设计既要有高效率又要有高功率密度性能的电源封装，同时又要保持尽可能高的可靠性，这是一项挑战。仿真驱

动设计是一种强调在设计阶段的早期阶段利用仿真的方法，例如使用不同变量进行 DOE研究以进行设计优化、

材料选择和工具参数优化，以指导设计工程师避免代价高昂的设计错误。然而，传统仿真 DOE存在一些瓶颈，

如耗时、没有变量校正和离散化设计空间。

机器学习是应用于半导体制造的最先进的技术之一，因为它具有帮助制造商微调其流程和设计优化以进行改进的

潜在能力。通过分析来自生产线的数据，机器学习算法可以识别模式和趋势，使制造商能够优化流程或设计/物料

清单 （BOM），以获得更高的产量、更高的质量和更低的成本。

在本次演讲中，通过应用ML算法生成热代理数据库并启用仿真，其中对在设计范围内随机分布的设计进行仿真，

以创建产品的热数据，用于 AI训练，以获取产品设计参数之间的关系。该方法结合了机器学习和有限元分析（FEA）
提出。在对新开发设计进行参数分析时，可以及时估计热性能，同时给出优化设计的建议，以尽可能实现稳健的

性能。此外，还讨论了一种自动模塑化合物选择框架，以生成环氧模塑料（EMC）性能的最优材料性能，用于模

塑化合物的选择，以最小化与功率器件相关的模塑引线框架翘曲。通过这些案例，已经证明，人工智能支持的仿

真可以用于及时估计新开发产品的热性能，从而大大缩短开发周期时间。

演讲人简介:
Haibo Fan博士，任 Nexperia香港包装研发高级首席工程师-先进材料技术与建模。彼于香港科技大学（科大）获

博士学位，后先后在香港科技大学、飞利浦 LED照明全球研发中心、恩智浦香港及安世半导体香港工作，拥有

20年仿真经验，15年设计及可靠性行业经验;他撰写或合著了 50 多篇同行评审的技术出版物，出版了 2 本书

和 3 本书章节。
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